COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

(affiliée & {'Organisation Internationale de Normalisation — 1S0)

RECOMMANDATION DE LA CEl

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

(affiliated to the International Organization for Standardization — 1S0)

IEC RECOMMENDATION

Publication 68 2-20A

n 5 Ly . m
TTECTCCuToTT Tt eutTron

Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale

1, rue de Varembé
Genave, Suisse



https://iecnorm.com/api/?name=2a314f915b40e3efe042daed16775150



https://iecnorm.com/api/?name=2a314f915b40e3efe042daed16775150

COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

(affiliée & I'Organisation Internationale de Normalisation — IS0)

RECOMMANDATION DE LA CEI

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

(affiliated to the International Organization for Standardization — 1S0)

IEC RECOMMENDATION

T
Premigre édition — First edition

1870

Deuxiéme parti

Essai Th: Résistance a la chaleurdue

procedures
t T Soldering

Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved
Aucune partie de cette publication ne peut étre reproduite ni utilisée sous quel No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or

que forme que ce soit et par aucun procédé électronique ou mécanique y by any means electronic or mechanical, including photocopying and
compris la photocopie et les microfilms sans I'accord écrit de | éditeur microfilm without permission in writing from the publisher

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale
1, rue de Varembé

Genéve, Suisse


https://iecnorm.com/api/?name=2a314f915b40e3efe042daed16775150

— 2

COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

PREMIER COMPLEMENT A LA PUBLICATION 68-2-20 (1968)

Essais fondamentaux climatiques et de 1obustesse mécanique
Deuxiéme partie: Essais-Essai T: Soudure

Essai Th: Résistance a la chaleur due aux opérations de soudure; méthode 1

€

-

5

=<

Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, prepy
ou sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant a ces questions, exprimentdaus la plus g possible
un accord international sur les sujets examinés

Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréégs

On reconnait qu’il est désirable que 1’accord international sur cg
natlonales de normahsatlon avec ces recommandatlons da

PREAMBULE

par des\Comités [°Etudes

tionaux

Dans le but d’encourager cette unification internationale, la CEI expiime naux ne
possédant pas encore de régles nationales, lorsqu’ils préparent ces regles, prenne X ¢ g es régles

es régles
ent Les

inpatiques

ors des
, Iin nou-
Comités

Norvege
Pays-Bas
Pologne
Roumanie

Danem ark Royaume-Uni

Etats-Unis d’Amérique Suéde

Finlande Suisse

France Tchécoslovaquie

Hongiie Tuiquie

Is1aél Union des Républiques Socialistes
Japon Soviétiques

La méthode 2, qui utilise le fer a souder, est maintenue 4 I’étude et la méthode 3, qui utilise ’appa-

1eillage a la goutte de souduie, ne seia pas utilisée pour la détermination de la 1ésistance 4 la chaleu:
due aux opéiations de souduie


https://iecnorm.com/api/?name=2a314f915b40e3efe042daed16775150

—_3

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FIRST SUPPLEMENT TO PUBLICATION 68-2-20 (1968)

Basic environmental testing procedures
Part 2: Tests-Test T: Soldering

Test Th: Resistance to soldering heat, Method 1

FOREWORD

1) The fofrmal decisions or agieements of the TEC on technical matters, prepared by Technical Copninyittees on whi
Natiofal Committees having a special interest therein aie 1epresented, expiess, as neaily a;
consetjsus of opinion on the subjects dealt with

2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by
sense

3) In o1d
yet no
rules

4) The d
natior
Comr

This 1 ittee No 50, Envitonmental Testing

It supeisedes Clause 3 2 4 ft of this test was discussed at the meeting
held in [London in 1966 and if 1 1 AS a tesult of this latter meeting, a new diaft

Method] 1, using the :..- g ¢ National Committees for appioval under the S
Months/ Rule in Septeprbei

The fpllowing coun

S

avour of publication of this Supplement

Noiway

Poland

Romania

South Aftica

Sweden

Switze1land

France Tuikey

Hungay Union of Soviet Socialist Republics
Tsract BritedKmgdom

Japan United States of Ameiica
Nethetlands

Method 2, using the soldeting iron, will be given fuither consideration and Method 3, using the soldet
globule apparatus, will not be used for the determination of 1esistance to soldering heat
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PREMIER COMPLEMENT A LA PUBLICATION 68-2-20 (1968)

Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique
Deuxi¢me partie: Essais-Essai T: Soudure

Essai Th: Résistance a la chalem due aux opérations de soudure; méthode 1

Objet

Cet essai a pour but de déteiminer ’aptitude d’un spécimen 2 1ésister aux effets de la chaleut

associés aux opéiations de soudure

Mesures initiales

Epreuve

Méthode 1A:
Bain de

Le spécimen est examiné visuellement el soumis aux véiificaf
requises par la spécification particuliére

Scaniques

Deux méthodes d’essai difféientes, la méthode 1A et spécifiées et 1a spéci-

Le choix deviait [etie 1ié
¢thode en séquence inintet1pmpue

Pessai,

r
Le baindg e olume suffisant pour que ’on soit sfit qu’apiés immetsion

¢ 10 mm des parois et de la base du bain Le bain doit cphntenir
blication 68-2-20 Essai T (1968), Annexe B, et la tempéraute de
Spreuve, €tie de 260 4+ 5 °C

consiste en une solution de 25% en poids de colophane (1ésine) darfs 75%

a) La suiface de la soudure fondue doit étte maintenue claite et brillante en 1’essuyant avec une
picce de matériau isolant avant chaque épreuve

b) La soitie ou les sotties a essayer doivent étie immergées d’aboird dans le flux déciit au paia-~
graphe 312 a la tempéiatute du laboiatoiie puis dans le bain de soudure, dans la direction
de leuts axes longitudinaux, jusqu’a 2,0 mm & 2,5 mm du point o la soitie émeige du
composant, sauf spécification contraire de la spécification patticulidie
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FIRST SUPPLEMENT TO PUBLICATION 68-2-20 (1968)

Basic environmental testing procedures
Part 2: Tests-Test T: Soldering

Test Tb: Resistance to soldering heat, Method 1

Object

Intitial measurements

18

1U

u§

Method 1A: Solder b3

hYi

sh
as
SO

F

To determine the ability of a specimen to withstand the heating effect associated with soldeting

The specimen shall be visually inspected and electiically and mechanit
the relevant specification

pnditioning

Ider bath <‘>
[The solder bath g
]l not be close q
specified in I P S0 68 » Test T (1968), Appendix B, and the temperature of the

der in the bath ‘i fest shall be 260 + 5 °C
1
The flux od shall consist of 25% by weight of colophony (1esin) in 75% by weight of

propyl <alcoho the addition of diethylammonium chlotide (analytical 1eagent girade) tof
amount of 0 5% chloiide based on the colophony content

L
COLUrc

The surface of the molten solder shall be kept clean and bright by wiping with a piece of insulat-
ing matetial immediately befoie each test

The termination o1 teiminations to be tested shall be immeised fitst in the flux desciibed in
Sub-clause 3 1 2, at laboiatory tempetatute, and then in the solder bath, in the direction of
their longitudinal axes of the teiminations, to within 20 mm to 25 mm fiom the point of
emergence of the termination fiom the component, unless othetwise specified in the televant
specification
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L’immetsion de la (ou des) sortie(s) dans le bain de soudute doit étie achevée dans un temps
n’excédant pas 1 s et la soitie doit tester immeigée & la profondeur spécifiée pendant 10 |- 1,
puis &tie 1etitée Toute I'opéiration d’immersion, depuis la plongée jusqu’au tetiait, doit tie
accomplie en un temps au moins égal & 10 s mais ne dépassant pas 13 s

Sauf piesciiption contiaire de la spécification particulicte, un écian en matétiau isolant du point
de vue thetmique, de 1,5 - 0,5 mm d’épaisseut, petcé de tious approptiés aux dimensions de la
sottie, doit &tie placé entie le coips du composant et le bain de souduie

32 Méthode 1B: Bain de soudure a 350 °C
321 Bain de soudure

Le bain de soudute doit étie le méme que celui presciit au paragtaphe 3 I [ mais &g tempé-
1atute de 350 + 10 °C

322 Méthode
ps d’im-
hit, doit

4
dans la
ptop1iétés
nte
g
bt méca-
i

ifent étre

Atticles
2
3
Détails concernant le shunt de chaleut 3
d) Profondeur a laquelle la sortie est immeigée dans le bain de souduie si elle est dif-
Terente de 2,0 mm a 2,5 mm du point d emelgence 3135)
e) Utilisation ou non d’un éctan theimique 3135b)

f) Mesuies et/ou examen visuel a effectuer apies ’essai 5
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Immeision of the termination o1 tetminations into the solder bath shall be completed in a time
not exceeding 1 s, and the termination shall temain immersed to the specified depth for 10 4 1 s
and then be withdiawn The whole proceduie of immersion, dwell in the bath and withdrawal
shall be completed in not moie than 13 s nor less than 10 s

Unless otherwise piescribed in the 1elevant specification, a scieen of theimally insulating material
of 15 4 05 mm thickness, with clearance holes appropiiate to the size of the tetminations, shall
be placed between the body of the component and the molten solder

Method 1B: Solder bath at 350 °C
Solder bath

The solder bath shall be the same as piescribed in Sub-clause 3 11 but at g—temperatue_of
330 4 10 °C

Plocedur e
The proceduie shall be the same as piesciibed in Sub-clause 3 1 3/but W iontimg
off354+05s The whole process of immeision, dwell in the bath y Be com

pleted in not moie than 5 s not less than 3 5 s

Recovery

Ngte — It may occur with ceitain components, e S\ some\senicof apacitots, that the electrical propet

When t he 1elevant specification, the following details shall be given as
fay as they

Clausd

a )] Measure gkamination tequited to be made prio1 to the test 2

b) The test meth be applied, i ¢ Methods 1A, 1B 3

¢)| Details of heat shunt 3
d) Depth to which the termination is immeised into the solder bath, if other than

20 mm fo 2 5 mm iom the component 313b0)

e) Statement, wheie a thetmal scieen is not 1equited 3130)

/) Measuiement and/o1 examination requited to be made after the test 5
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